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Oveéerena technologie
Vyroba CPV prijimaci

» V souladu s platnou metodikou Ufadu viady CR je
uplatiiovana ovéfena technologie ,Vyroba CPV
prijimacid“.

» Oveéfena technologie vznikla v pfimé souvislosti
s feSenim projektu LF15021 ,ASES - Chytry solarni
alternativni zdroj elektrické energie o vysoké
ucinnosti Il — pokro¢ily modul méd-izolant-méd' a
technologie jeho vyroby* a LO1607 ,Nové

technologie a koncepce pro inteligentni systémy*.

» Jedna se o novou technologii, ktera umoznuje

Sitotiskové zaFizeni EKRA XH — STS pro tisk Ag realizovat pokrocilé CPV pfijimace slune¢niho zareni
bondovacich plosek na TPC, Ag mezivrstev na Al chladi¢e s vyuzitim techniky tlustych vrstev. Technologie
a pajecich past.

spociva v realizaci TPC substratu s tlustovrstvymi
médénymi motivy, na které je provedena montaz
nezapouzdifeného CPV ¢ipu, bypass diody a
kontaktovacich paskt. TPC substrat je zaroven
pfipevnén na hlinikovy chladi¢. Spojeni v§ech prvki
CPV prijimace je realizovano soucasné metodou
vakuového bezvoidového pajeni ve specialné
navrzené kontaktni pretavovaci peci s ochrannou
atmosférou N2. Na zavér vyrobniho procesu je
provedeno  vicenasobné  kontaktovani  horni
elektrody CPV c¢ipu metodou bondovani zlatym

mikrodratkem.

» Tato technologii byla ovéfena ve spoleCnosti
Specialné konstruovana kontaktni pfetavovaci pec pro

. jednofézové vakuové bezvoidové pajeni soucastek na
EVIDENCNI CISLO: TPC substraty a TPC substratd na Al chladige v ochranné pokrocilé solarni piijimace.
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ELCERAM a.s., kde jsou pomoci ni vyrabény

Prvky novosti:

o Spolehliva montaz soucastek na TPC substraty
KONTAKTNI OSOBA: technikou  bezvoidového  vakuového  p3jeni
Ing. Jan Reboun, Ph.D. v ochranné atmosféfe N2.

o Unikatni patentovana technologie pajeni
tel.: 377634549
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karamickeého substratu na hlinikovy chladi¢ pomoci
tisténé Ag mezivrstvy.

o Montdz zapouzdienych a nezapouzdfenych
soucastek na TCP substrat a TPC substratu na Al

chladi¢i v jednom vyrobnim kroku, coz zvysuje

RESITELSKE R
produktivitu vyroby.
PRACOVISTE: Komponenty CPV pfijimace pfed montazi a kompletni o Bondovani Au mikrodratkii na TPC substrat
CPV pfijima¢ obsahujici TPC substrat s CPV ¢ipem, L o o y
Zapadoceska univerzita v Plzni vyvody a bypass diodou pfipajeny na Al chladiéi. s tisténymi Ag kontaktnimi ploSkami, tj. bez nutnosti
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